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BLOCKADEN BEI DER ETABLIERUNG DER

NANOELEKTRONIK

Deutschland gilt als innovativ und im weltweiten Vergleich exzellent in der Grund-
lagenforschung und Technologieentwicklung. Haufig gibt es jedoch Probleme bei
der effizienten Umsetzung innovativer Ideen und Ergebnisse der FuE in konkrete
Anwendungen. Auch die Diffusion und Etablierung der aus neuen Schliisseltech-
nologien entstandenen Anwendungen am Markt stellen die Unternehmen oft-
mals vor kaum oder schwer zu iberwindende Blockaden. Dies spiegelt sich z. B.
aktuell in der Halbleiternanoelektronik im Fall des insolventen, letzten europai-
schen Speicherchipherstellers Qimonda wider.

Die TAB-Studie »Blockaden bei der
Etablierung neuer Schliisseltechno-
logien« untersucht die Fragestellung,
welche innovationshemmenden sowie
-fordernden Faktoren (»Innovationsde-
terminanten«) existieren, wenn es um
die Etablierung von Schliisseltechnolo-
gien und die Schaffung deutscher Vor-
reitermarkte (Lead Markets) geht, und
wie bestehende Blockaden abgebaut
werden konnen. Denn Vorreitermark-
te stellen eine wichtige Bedingung fur
zukiinftige Exporterfolge dar.

Bedeutung und Ausprigung von Inno-
vationsdeterminanten hingen mafSgeb-
lich von der Art der Innovation (z. B.
Produkt-, Prozessinnovation) und den
Phasen des Innovationsprozesses ab
(z. B. FuE, Umsetzung, Diffusion) und
lassen sich den Dimensionen Kosten,
Wissen, Markt sowie institutionel-
le Faktoren zuordnen. Anhand drei-
er Fallbeispiele zu Nanoelektronik, zu
MP3-Player und Mini-Beamer sowie
zur Windenergie wurden durch Lite-
raturanalysen, Experteninterviews und
Workshops Blockaden in diesen Di-
mensionen analysiert und Handlungs-
optionen abgeleitet.

Die Nanoelektronik nimmt hierbei in
mehrerer Hinsicht eine besondere Stel-
lung ein: Aus der Perspektive des Mark-
tes handelt es sich um den Halbleiter-
sektor, in welchem Anwendungen wie
der MP3-Player Beispiele eines High-
End-Marktes darstellen. Heutige und
kunftige Nanoelektronikkomponenten
werden in zahlreichen Anwenderbran-
chen nachgefragt und eingesetzt (z. B.
der Konsumelektronik, Automobilin-

dustrie, Medizintechnik) und erzie-
len dort eine enorme Wertschopfung.
Eine Vielzahl von Schlisseltechnolo-
gien und Wissen wirkt hier zusammen
(z. B. Material-, Lithografietechnikin-
novationen), weshalb FuE in der Na-
noelektronik zu vielfaltigen kiinftigen
Anwendungen fiihren konnen.

Die zentralen Erkenntnisse der Fall-
studie zur Nanoelektronik werden
im Folgenden niher betrachtet und
zusammengefasst.

NANOELEKTRONIKENTWICK-
LUNGEN

Als Nanoelektronik wird in der Regel
die auf Silizium basierende Halbleiter-
elektronik (bzw. integrierte Schaltkrei-
se) bezeichnet, deren Strukturbreiten
(kleinste, durch Strukturierungsver-
fahren realisierbare Abmessungen) un-
ter 100 nm liegen, sowie alternative
auf der Nanotechnologie beruhende
Ansitze. Seit Mitte der 1980er Jahre
stellt die CMOS-Technologie (»Com-
plementary Metal Oxide Semiconduc-
tor«) die Mainstreamelektronik dar
und bildet eine Technikplattform, um
Speicher- (z. B. DRAMs) und Logik-
bausteine (z. B. MPU) in einem Chip
zu realisieren.

Ein internationales Industriekonsor-
tium erstellt seit 1999 die »Internatio-
nal Technology Roadmap for Semicon-
ductors« (ITRS). Darin wurden 2005
die Begriffe »More Moore«, »More
than Moore« und »Beyond CMOS«
zur Benennung der zentralen Entwick-

lungsrichtungen der Nanoelektronik
gepragt (Abb.).

> Die Entwicklungen im Bereich
»More Moore« zielen auf die weite-
re Miniaturisierung digitaler Bau-
elemente unter 100 nm bis an die
Grenzen der CMOS-Technologie ab.
Ebenso zihlen dazu die Bestrebun-
gen, einen Teil oder alle Systemfunk-
tionen auf einem Chip zu integrie-
ren, dem »System-on-Chip« (SoC).

> Die Entwicklungen im Bereich
»More than Moore« betreffen die
Diversifizierung dieser Ansitze
in breite Anwenderbranchen, zu-
nichst bei Ausnutzung gegenwir-
tiger Strukturbreiten (bis 90 nm).
Ziele sind insbesondere nichtdigi-
tale Anwendungen durch die Inte-
gration verschiedener Typen von
Chips und weiteren Bauelemen-
ten in einem Paket bzw. kompak-
ten miniaturisierten System, dem
»System-in-Package« (SiP), sowie
die heterogene Integration in SoC
oder SiP und somit die Erweiterung
der Funktionalitdt in immer kom-
plexeren Systemen.

> Der Bereich »Beyond CMOS«
zielt auf innovative Technolo-
gien und aktive Bauelemente jen-
seits des ITRS-Miniaturisierungs-
pfads unter Ausnutzung neuer
Wirkmechanismen auf der Nano-
skala (z. B. Spinelektronik, mole-
kulare Elektronik). Hier befindet
man sich grofSten Teils noch in der
Grundlagenforschung.

NANOELEKTRONIKAKTEURE

Die Halbleiternanoelektronik konzen-
triert sich weltweit auf wenige Clus-
ter, wobei die Region Dresden bzw.
der Cluster »Silicon Saxony« heute als
starkster europdischer Standort gilt.
Jeder zweite in Europa produzierte
Chip kommt bislang aus Dresden. Fir-
men sind auf allen Stufen der Wert-
schopfungskette aktiv. Etwa 200 Un-
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| More than Moore: Diversifizierung
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ternehmen entwickeln, fertigen und
vermarkten integrierte Schaltkrei-
se oder dienen der Chipindustrie als
Material- und Ausrustungslieferan-
ten. Zusammen beschiftigen sie rund
20.000 Menschen. Bezieht man die
nachgelagerte Elektronik- und TuK-In-
dustrie ein, umfasst der gesamte Be-
reich rund 1.500 Unternehmen und
mehr als 43.000 Beschiftigte. Uni-
versititen, FuE-Einrichtungen und
GrofSunternehmen arbeiten z. T. eng
zusammen. Wihrend die Grofsunter-
nehmen vor allem an Systemlosungen
interessiert sind, welche grofle Pro-
duktions- und Absatzmengen verspre-
chen, sind die zahlreichen KMUs die
wichtigsten Akteure im Bereich der
Produktions-, Analyse- und Ausris-
tungstechnologien. Neben Dresden
sind zwei weitere europdische Stand-
orte fuir die Nanoelektronik zent-
ral. In Grenoble, Frankreich, befin-
det sich der »Pole de compétitivité
mondial MINALOGIC«, bestehend
aus 80 Unternehmen, 13 Universiti-
ten und Forschungszentren. Die Regi-
on Leuven/Nijmegen/Eindhoven stellt

.....

ten grofsen Cluster dar.

NANOELEKTRONIKFORDERUNG

Die europdischen Standorte stehen heu-
te im Wettbewerb mit den USA und
Asien. Wihrend innerhalb Europas im-
mer stiarker auf die Verhinderung von
Wettbewerbsverzerrung und staatlicher
Subventionierung gesetzt wird, werden
dort Unternehmensansiedlungen stark
subventioniert.

Deutschland und Europa sind hin-
gegen vor allem in der Forschungs-
forderung im Rahmen zahlreicher
Programme aktiv. Mit dem Forder-
programm IKT 2020 werden z. B. im
Zeitraum von 2007 bis 2011 jdhrlich
rund 380 Mio. Euro von BMBF und
BMWTI bereitgestellt, wobei Nanoelek-
tronik eines von vier geforderten The-
men darstellt. Ab Mitte 2009 fordert
das BMBF z. B. mit 40 Mio. Euro iiber
finf Jahre in der Region Dresden den
»Cool Silicon Cluster« zur Entwick-
lung einer energieeffizienten Elektro-
nik. Auf EU-Ebene stehen im Rahmen
der Programme »Cluster for Applica-
tion and Technology Research in Euro-
pe on NanoElectronics«, CATRENE,
(2008-2016, Budget: 6 Mrd. Euro)

und »European Nanoelectronics In-
itiative Advisory Council«, ENIAC,
(2008-2017, Budget: 3 Mrd. Euro)
fast 1 Mrd. Euro pro Jahr fur FuE
in den Bereichen »More Moore« und
»More than Moore« zur Verfiigung.
Ziel der Forderung ist die Unterstiit-
zung der Zusammenarbeit zwischen
europdischen Unternehmen und FuE-
Einrichtungen in gesellschaftspolitisch
wichtigen Bereichen wie Gesundheit,
Mobilitat, Energie.

Neben offentlicher Projektforderung
ist in der Vergangenheit aber auch
die staatliche Unterstutzung des »Sili-
con Saxony« von Bedeutung gewesen.
Zwischen 2002 und 2007 sind z. B.
1,5 Mrd. Euro an offentlichen und
11 Mrd. Euro an privaten Geldern in
die Region geflossen, wobei insbeson-
dere der Bau neuer Chipfabriken finan-
ziert wurde.

NANOELEKTRONIK UND
GESCHAFTSMODELLE

Der weltweite Umsatz der Halbleiterin-
dustrie lag 2007 bei rund 256 Mrd. US-
Dollar, wozu die Mirkte fiir Materi-
alien und Halbleiterausriistung mit
jeweils rund 43 Mrd. US-Dollar bei-
trugen (www.wsts.org; https://wsts.tsia.
org.tw). Insgesamt beeinflusst die Halb-
leiterbranche einen Markt von 1.100 bis
1.600 Mrd. US-Dollar in der gesamten
Elektronikprodukteindustrie und von
uber 6.500 Mrd. US-Dollar bezogen
auf den Elektronikdienstleistungsmarkt,
was 2007 mehr als 13 % des Weltsozi-
alprodukts von rund 49.000 Mrd. US-
Dollar ausmachte. Wihrend die drei
Regionen USA, Japan und Europa mit
ihrer Marktnachfrage in der Halbleiter-
branche etwa gleichauf liegen, stellen
weitere asiatische Linder wie Taiwan,
Stdkorea, Singapur und China einen
ebenso grofSen und gleichzeitig stiarker
anwachsenden Markt dar. Der relative
Marktanteil Europas ist von 21 (1997)
auf 16 % (2007) gesunken.
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Etwa die Hilfte des weltweiten Halb-
leitermarktes teilen sich die zehn
grofsten Halbleiterhersteller, dar-
unter Intel (USA), Samsung (Siid-
korea), TI (USA), Toshiba (Japan)
und STMicroelectronics (Schweiz).
In den letzten Jahren zeigten sich
bei den groffen Akteuren erheb-
liche Veridnderungen sowohl hin-
sichtlich ihrer Standorte (in Rich-
tung Asien) als auch bezuiglich ihrer
Geschiaftsmodelle.

> Das klassische Geschiftsmodell
der »Integrated Device Manu-
facturer« (IDM), welche als Voll-
hersteller die gesamte Palette von
Produktdesign, Entwicklung der
Fertigungstechnologie bis hin zu
Produktion und Vermarktung der
Halbleiter abdecken und mehre-
re Geschiftsfelder besetzen (z. B.
DRAMs fiir PCs, Flashspeicher
fur Digitalkameras oder MP3-
Player), gerdt zunehmend unter
Druck. IDMs stehen einerseits
mit den auf Produktdesign spezia-
lisierten »Fabless«-Unternehmen
im Wettbewerb und mussen sich
andererseits gegeniiber den »Sili-
con Foundries« behaupten.

> Das Geschiftsmodell der »Silicon
Foundries« als reine Auftragsfer-
tiger findet insbesondere in Asien
zunehmende Verbreitung, z. B. mit
TSMC (Taiwan), dem weltweit
grofSten Auftragsfertiger und unter
den Top 10 der Halbleiterunter-
nehmen.

> »Fabless«-Unternehmen, wel-
che nicht selbst produzieren, sind
tiberwiegend in den USA verbrei-
tet (z. B. Qualcomm, Nvidia, San-
Disk) und finden sich bereits unter
den Top 20.

Bei den europdischen Unternehmen
zeigt sich eine Umorientierung vom
IDM zum Modell des »Fablite«-Unter-
nehmens, welches nur noch z. T. selbst
fertigt, wie z. B. NXP (Niederlande)
und Infineon (Deutschland).

INNOVATIONSBLOCKADEN IN
DER NANOELEKTRONIK

In dem besonders durch wenige, globa-
le grofSindustrielle Akteure, wie IDMs
und Foundries, charakterisierten Be-
reich » More Moore«, lassen sich die
Blockaden vor allem der Kostendimen-
sion zuordnen. Zu zentralen Blockaden
zdhlen die mit jeder Fabrikgeneration
steigenden Investitionskosten fiir Fer-
tigungslinien, inklusive der FuE-Kos-
ten, sodass die wenigen verbleibenden
Chiphersteller weltweit in einem be-
sonders harten Wettbewerb stehen. Fiir
die Produktion gilt zudem das zykli-
sche Geschift mit Massenspeichern als
problematisch und risikoreich. In Euro-
pa existieren nur noch wenige Herstel-
ler, welche im »leading edge« auf un-
terschiedlichen Markten agieren (z. B.
Qimonda bei DRAMs, Numonyx bei
Flashspeichern, AMD bei Prozesso-
ren). Massive Investitionsforderungen
in Fernost, vor allem durch Steuerer-
leichterungen, Subventionen oder Be-
reitstellung kompletter Infrastrukturen
durch den Staat, stellen fiir die euro-
pdischen Standorte, welche dem EU-
Beihilferecht unterliegen, ein zusitz-
liches Problem dar. Infolge enormer
Kosten, ungleicher Forderbedingun-
gen sowie einer fehlenden Industrie-
politik besteht die Gefahr der Abwan-
derung der Fertigung aus Deutschland
bzw. Europa.

Blockaden im Bereich »More than
Moore« sind vor allem marktspezi-
fisch. Dieser Bereich ist stiarker durch
den Mittelstand gepragt, welcher fiir
die Technologiediffusion in andere
Branchen von Bedeutung ist. Zentrale
Blockaden werden neben dem fehlen-
den oder knappen Kapital der KMUs
vor allem in der fehlenden oder unzu-
reichenden Kooperation bzw. im man-
gelnden Technologietransfer zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft mit dem
Ziel der schnellen Identifikation und
Besetzung neuer Anwendungen und
Marktsegmente gesehen. Hier sind feh-
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lende durchschlagende Ideen fiir Pro-
duktinnovationen besondere Heraus-
forderungen. Die z. T. noch fehlende
Fokussierung vor allem der GrofSindus-
trie hinsichtlich ihrer Produktspektren
oder nachhaltiger Geschiftsmodelle ist
eine weitere Blockade und erschwert
die Wettbewerbsfahigkeit der Unter-
nehmen. Es gibt aber durchaus auch
konkrete Bereiche, in welchen Deutsch-
land gut positioniert ist und kiinftig
Vorreiterpositionen einnehmen konnte,
wie Nanomaterialwissenschaften, 3-D-
Integration, Heterointegration (Senso-
rik, Aktuatorik), Optoelektronik, Leis-
tungselektronik oder energieeffiziente
bzw. »grune« Elektronik.

Im Bereich » Beyond CMOS« sind heu-
te Universitdten und FuE-Einrichtun-
gen die zentralen Akteure. Blockaden
liegen hier vor allem in der Wissens-
dimension und betreffen z. B. fehlen-
de bzw. unzureichende Lehrangebote
und gemeinsame Aktivititen der Uni-
versititen mit Unternehmen, um den
Nachwuchs fiir eine Unternehmens-
grundung zu interessieren. Die man-
gelhafte und wenig zielgerichtete Um-
setzung der Forschungsergebnisse der
Wissenschaft in die Fertigung bzw. in
Produkte ist eine weitere Blockade. Ent-
sprechend besteht z. B. fiir die Erfor-
schung und Entwicklung neuer nano-
technologischer Verfahren, welche fir
spatere industrielle Anwendungen her-
angezogen werden konnten, gezielter
Forderbedarf. Schlieflich lassen sich
noch die fehlende Konzentration der
Wissenschaft auf zentrale Themen und
Fragestellungen, in denen Deutschland
gut aufgestellt ist, sowie die fehlende
konsequente Forderung einer Nano-
elektronik jenseits der heutigen Halb-
leiterelektronik als hemmende Fakto-
ren nennen.

Fuir das » Innovationssystem Nanoelek-
tronik« insgesamt, zeigen sich zentrale
Blockaden in der institutionellen Dimen-
sion. Auf nationaler und europaischer
Ebene fehlen eine gemeinsame Vision
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und der politische Wille, sich offensiv
zur Nanoelektronik zu bekennen. Syner-
gieeffekte werden oft nicht genutzt, und
es kommt aufgrund fehlender Arbeits-
teilung zu Doppelarbeiten beispielswei-
se in Entwicklungslaboren. Europaische
Halbleiterunternehmen haben ferner zu-
nehmend mit Patentverletzungen durch
Linder wie Taiwan, China, Korea und
Nordamerika zu kimpfen, welche u. a.
zu Verlusten von Marktanteilen und
Marktwerten der Unternehmen fiihren
konnen. Zu starre Rahmenbedingun-
gen in Forschung und Industrie sowie
buirokratische, zeitaufwendige Hiirden
sind weitere Blockaden. Die zentralen
Blockaden sind in der Ubersicht zusam-
menfassend dargestellt.

HANDLUNGSOPTIONEN FUR
DIE NANOELEKTRONIK

Mogliche Handlungsoptionen im Be-
reich »More Moore« richten sich vor
allem an die GrofSunternehmen und
die Politik auf Landes-, Bundes- und
EU-Ebene. Um den GrofSunternehmen
eine groflere Stabilitdt zu verschaffen,
gewinnt z. B. die proaktive Suche nach
auslindischen Investoren weiter an Be-

deutung. Dabei hat sich auch das The-
ma der EU-Beihilfenkontrolle hinsicht-
lich des Bereichs »More Moore« als
eine Schliisselfrage herauskristallisiert
und wird auch fiir den langfristig da-
von abhingigen Bereich »More than
Moore« zunehmend relevant. Ein eher
kontrovers gesehener direkter staatli-
cher Eingriff, z. B. durch Staatsbetei-
ligungen oder Subventionen, steht hier
mehreren denkbaren indirekten Un-
terstutzungsmafSnahmen gegeniiber,
z. B. Wihrungsausgleich (starker Euro,
schwacher Dollar), Ausgleich von Steu-
ernachteilen oder andere Fordermaf3-
nahmen wie PPP-Modelle.

Fur eine nachhaltige Forderpolitik
stellt sich die Frage, wie selbst im Fall
des Verlusts wichtiger Fertigungsstat-
ten das erzeugte Know-how, u. a. in
Form von Patenten durch Lizenzen,
durch besseren Patentschutz oder neue
Geschifts- bzw. Vermarktungsmodelle
exportiert werden kann. Zudem zeigt
sich eine stiarkere Vernetzung der gro-
Ben europdischen Standorte und die
Schaffung von Technologie- und vor al-
lem Industrieplattformen als erforder-
lich. Durch industrielle Allianzen, wie
die IBM-Allianz oder die aufgrund feh-

»More Moore«

— steigende Innovationskosten

— mangelnde/ungleiche
Investitionsférderung

- fehlende Industriepolitik/
Unternehmensstrategien

— Gefahr der Abwanderung der
Fertigung

»Beyond CMOS«

— unzureichende Lehrangebote/
Griinderférderung

— mangelnde Umsetzung der
Forschungsergebnisse

- fehlende Konzentration auf
zentrale Themen

- geringe, ungezielte Forschungs-
forderung

Quelle: eigene Darstellung

BLOCKADEN IN DER NANOELEKTRONIK

»More than Moore«

- unzureichendes Eigenkapital der KMU

— fehlende Kooperationen/
Technologietransfer

— fehlende Ideen zur Marktbesetzung

— fehlender Fokus (Produkte,
Geschaftsmodelle)

»Innovationssystem Nanoelektronik«

— fehlende Vision, Sichtbarkeit,
politischer Wille

— fehlende (europaische) Arbeitsteilung,
Synergien

— unzureichende Intellectuel-Property-
Rights(IPR)-Verwertung/IPR-Schutz

— Biirokratie

lender Industriepartner wieder beende-
te Crolles2-Allianz, konnten z. B. die
enormen FuE-Kosten geteilt und Ferti-
gungslinien gemeinsam genutzt werden,
was aber einen verstarkten Austausch
sowie Kooperationen der GrofSunter-
nehmen erfordern wiirde. Ebenso ist
die Industrie gefragt, neue Geschifts-
modelle zu entwickeln (z. B. Fabless,
Fablite) oder ihr Produktspektrum zu
fokussieren, um wichtige High-End-
Markte zu bedienen.

Mafinahmen im Bereich »More than
Moore« betreffen vor allem die besse-
re Unterstiitzung von KMUs. So kénn-
ten Wissenschaftler verstarkt in KMUs
entsendet oder der Austausch zwischen
diesen im Rahmen einer Neuausrich-
tung der Mittelstandspolitik starker
gefordert werden, um den Transfer der
Forschungsergebnisse fur den Mittel-
stand zu verbessern. Start-ups und
KMUs konnten z. B. durch den Auf-
bau einer Informationslogistik und
Plattform fiir den Mittelstand unter-
stuitzt werden. Die Schaffung indus-
trieller Forschungszentren sowie die
Forderung transnationaler Koopera-
tionsmodelle konnten die Koopera-
tionen zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft auf nationaler und inter-
nationaler Ebene verstarken.

Im Bereich »Beyond CMOS« ist die
Wirtschaft gefordert, sowohl auf brei-
ter Basis die Identifikation attraktiver
nanoelektronischer Zukunftstechnolo-
gien zu unterstiitzen und allgemein auf
Trends rechtzeitig zu reagieren als auch
im Konkreten, Anwendungspotenziale
rechtzeitig zu erkennen und aufzugrei-
fen. Start-ups und KMUs im Bereich
»Beyond CMOS« konnten durch Kon-
zentration, z. B. auf Nischenmirkte,
kiinftige strategische Wachstumsmark-
te besetzen. Alle Programme, welche die
Kooperation der beteiligten Partner for-
dern, wie z. B. CATRENE und ENIAC
auf EU-Ebene (s. 0.), werden als posi-
tiv und wichtig fur eine Umsetzung von
Forschungsergebnissen bewertet.
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Im Bezug auf das »Innovationssystem
Nanoelektronik« sind die Vernetzung
der groflen europdischen Halbleiter-
standorte und die Schaffung einer eu-
ropdischen Industrieplattform zentra-
le Herausforderungen. Auf nationaler
Ebene konnte — so eine konzeptionel-
le Idee — ein »Deutsches Zentrum fur
Beyond-CMOS-Technologien« etab-
liert werden, um die Nanoelektronik-
forschung gezielt zu biindeln. Synergie-
effekte konnten besser genutzt werden,
indem z. B. FuE-Einrichtungen bzw. La-
bore gemeinschaftlich genutzt werden.
Der Umgang mit gemeinsam erlangtem
geistigen Eigentum (IPR-Verwertung)
wiirde bei zunehmenden Kooperatio-
nen stirkere Bedeutung gewinnen und
auf nationaler und EU-Ebene auch Pa-
tentdmter und -anwilte (IPR-Experten
allgemein) mit einbeziehen.

FAZIT UND AUSBLICK

Die Nanoelektronik stellt eine strate-
gisch wichtige Zukunftsbranche dar.
Sie steht aber aufgrund der starken in-
ternationalen Konkurrenz und der ra-
santen technologischen Entwicklung
in Deutschland und Europa vor gro-
Ren Herausforderungen. Es zeigen sich
verschiedene Blockaden bei der Etab-
lierung dieser Schlusselindustrie, die
nur durch ein gemeinsames Handeln
der verschiedenen Akteure und einer
nachhaltigen Forderpolitik zu behe-
ben sind. Dabei kristallisieren sich auch
zentrale Fragen der zuktinftigen Wett-
bewerbsfiahigkeit Europas angesichts
der aktuellen politischen Rahmenbe-
dingungen heraus. Aufgrund der Be-
deutung der EU-Beihilfepolitik und
der Rolle des Staates hinsichtlich heu-
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tiger und kiinftiger nachgelagerter An-
wenderbranchen sollen diese in einer
weiteren TAB-Studie zu »Internatio-
nale Wettbewerbsfihigkeit der europa-
ischen Wirtschaft im Hinblick auf die
EU-Beihilfepolitik am Beispiel der Na-
noelektronik« analysiert werden. Dabei
wird eine der zentralen Fragestellungen
sein, wie eine nachhaltige Forderpoli-
tik unter den gegebenen Bedingungen
der eingeschrankten Beihilfemoglich-
keiten erfolgen konnte.
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